Herzlich willkornmen zum XIV. Mittweidaer EMV-Tag!

Sehr geehrte Fachkolleg:innen,

der nun mittlerweile XIV. Mittweidaer EMV-Tag setzt am 6. November 2025 die lange
Reihe der erfolgreichen Veranstaltungen mit dem Fokus auf der Elektromagnetischen
Vertraglichkeit fort. Im 2 Jahresrhythmus treffen sich Teilnehmende aus Unternehmen,
Institutionen, Forschungseinrichtungen, Dienstleistern und Hochschulen, um sich tber
die neusten Regelungen und gesetzlichen Normungen sowie Richtlinien in der EMV
auszutauschen und Malinahmen zur Vermeidung von EMV-Problemen zu diskutieren.

Die zunehmende Komplexitat moderner Elektroniksysteme und die wachsenden
regulatorischen Anforderungen machen es heute unerlasslich, EMV bereits frihzeitig im
Entwicklungsprozess mitzudenken. Praktische EMV-Designtipps helfen dabei, Stérungen
systematisch zu vermeiden, wahrend gezielte MalRnahmen zur Erhéhung der Storfestig-
keit die Betriebssicherheit auch unter anspruchsvollen Bedingungen sicherstellen.
Gleichzeitig gewinnt die Einhaltung aktueller Normen an Bedeutung, da sich
regulatorische Vorgaben kontinuierlich weiterentwickeln - insbesondere im
Spannungsfeld zwischen der EMV-Richtlinie und der Funkanlagenrichtlinie (RED). Die
Untersuchung von Stéremissionen sowie das Verstandnis fur deren Zusammenspiel in
beiden Prufbereichen schaffen hier wertvolle Synergien. Zusammen bieten diese Themen
ein praxisnahes Gesamtpaket fur Entwickler, Prifer und Hersteller, um zukunftssichere
und normkonforme Produkte zu gestalten.

Daher liegen in diesem Jahr die Schwerpunkte auf den Themen:
B Aktuelle Entwicklungen in der Normung
B EMV-Designtipps aus der Praxis
B MalBnahmen zur Erhéhung der Storfestigkeit
B Untersuchungen zu Stéremissionen

Das Tagungsprogramm bietet eine grol3e Anzahl an spannenden Vortragsthemen und
ausreichend grol3e Pausen, um miteinander personlich ins Gesprach zu kommen und
neue Kontakte zu knupfen.

Wir freuen uns auf eine interessante Tagung.
Prof. Dr.-Ing. Juliane Hadrich
im Namen des Organisationsteams



Programm

09:00 Uhr

Ero6ffnung und BegrufRung
durch die Hochschulleitung und die Tagungsleitung

09:30 Uhr

CISPR EMC Standards Update for Emission Measurements
Jens Medler
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

10:30 Uhr

Kaffeepause

11:00 Uhr

Untersuchung der gestrahlten Stéraussendung von handelstiblichen
LAN-Kabeln

Carsten Rabe

FTZ Leipzig e.V., EMV-Zentrum Leipzig

11:30 Uhr

Unsichtbare Herausforderungen meistern - Grundlagen und
Strategien zur L6sung von Stérfestigkeitsproblemen
Konstantin Uhle-Wettler

Langer EMV-Technik GmbH

12:30 Uhr

Mittagspause

13:30 Uhr

Fachgesprache zwischen den EMV-Tag-Teilnehmenden und an den
Firmenstanden

14:00 Uhr

Platinendesign aus der Perspektive der EMV
Steffen Schulze, Andreas Temmler
Waurth Elektronik eiSos GmbH

15:00 Uhr

RED und EMV fiir Gerdate mit zertifizierten Sendern
Peter Klare
IMM electronics GmbH




15:30 Uhr | Kaffeepause

Energie- und Datenuibertragung liber Glasfaser: Grundlagen und
Praxisbeispiele Galvanisch getrennte Energieversorgung fur
robuste Sensoren in EMV Laboren, im Condition Monitoring und in
weiteren industriellen Anwendungen

Samuel Hildebrandt

LUMILOOP GmbH

16:00 Uhr

Ermittlung der Leitungsdampfung bei Signalpfaden in Mess- und
Prifequipment fir EMV mittels abgesetzten Signalgenerator und
16:30 Uhr | Messempfanger

Jacob Woller

Siemens AG

17:00 Uhr | Veranstaltungsende

Tagungsleitung

Prof. Dr.-Ing. Juliane Hadrich
Professur Theoretische Elektrotechnik und
Elektromagnetische Vertraglichkeit

Prof. Dr.-Ing. Michael Kuhl

Professur Systemelektronik

Prof. Dr.-Ing. René Pleul

Professur Elektrotechnik/Messtechnik

Mirko Mothes M.Sc.

Laboringenieur




CISPR EMC Standards Update for Emission Measurements

Jens Medler
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Muehldorfstrasse 15, 81671 Muenchen

Zusammenfassung

Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements are everywhere. Whether you are developing 5G prod-
ucts, multimedia equipment or something as simple as a common table lamp, your device must meet re-
quirements set by a standardization body such as CISPR, CENELEC or the IEC. Confidence in standards is
confidence that measurements are accurate and in line with regulatory requirements for the market ac-
cess. As EMC standards are changing over time this presentation will arm you with the latest information
from CISPR product standards for emission measurements. It will comprise CISPR 11 (ISM), CISPR 14-1
(Household appliances and Electric tools), CISPR 15 (Lighting) and CISPR 32 (Multimedia).

Die Anforderungen an die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) sind allgegenwartig. Ganz gleich, ob
Sie 5G-Produkte, Multimedia-Gerate oder etwas so Einfaches wie eine gewodhnliche Tischlampe entwickeln,
lhr Gerdt muss die von einem Normungsgremium wie CISPR, CENELEC oder der IEC festgelegten Anforde-
rungen erfillen. Vertrauen in Normen bedeutet, dass die Messungen genau sind und mit den gesetzlichen
Anforderungen fiir den Marktzugang Gibereinstimmen. Da sich die EMV-Normen im Laufe der Zeit dndern,
wird diese Prdsentation Sie mit den neuesten Informationen aus den CISPR-Produktnormen flir Emissions-
messungen versorgen. Es umfasst CISPR 11 (ISM), CISPR 14-1 (Haushaltsgerate und Elektrowerkzeuge),
CISPR 15 (Beleuchtungseinrichtungen) und CISPR 32 (Multimedia-Gerate).

Abb. 1: Radiated Emission Measurement
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Untersuchung der gestrahlten Stéraussendung von handelsublichen
LAN-Kabeln

Carsten Rabe', Robert Geise?, Bjorn Grutter’, Markus Brand!’
'FTZ Leipzig e.V., EMV-Zentrum Leipzig, Karl-Liebknecht-StraRe 132, 04277 Leipzig
2HTWK-Leipzig, Fakultit Digitale Transformation, Zschochersche StraRe 69, 04229 Leipzig

LAN-Kabel mit Rj45-Steckverbindern stellen eine kostengiinstige und in grofSer Masse und Varianz erhdiltliche
Technik dar um Datenverbindungen zu realisieren. In erster Linie wurden diese fiir lokale Netzwerke (LAN
engl. Local Area Network) entwickelt. Die Verbindungstechnik wird aber auch im zunehmenden Umfang einge-
setzt um Module und Baugruppen zu verbinden. Dabei werden unter anderem unterschiedliche Ubertra-
gungstechniken wie I°C, RS485, SPI eingesetzt. Auch die Energieversorgung erfolgt tiber diese.

Im Laboralltag sind ungeschirmte als auch geschirmte Kabel in und an den Gerdten in Verwendung. Hier be-
steht ein unmittelbarer Einfluss auf die Stéraussendung. Um den Einfluss der LAN-Kabel und deren Verbinder
nachvollziehen zu kénnen, wurde eine Messanordnung geschaffen, mit der handelsiibliche LAN-Kabel und
dessen Verbinder messtechnisch verglichen werden kénnen.

Schaubild 1: LAN-Kabel mit RJ45-Steckern und Verbinder in der Vollab-
sorberhalle zum Vermessen der gestrahlten Stéraussendung
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Unsichtbare Herausforderungen meistern - Grundlagen
und Strategien zur Losung von Storfestigkeitsproblemen

Konstantin Uhle-Wettler
Langer EMV-Technik GmbH, N6thnitzer Hang 31, 01728 Bannewitz

Der Vortrag ,Unsichtbare Herausforderungen meistern - Grundlagen und Strategien zur L6sung von Stérfestig-
keitsproblemen” beginnt mit einer Einfiihrung in die physikalischen Grundlagen der Stérfestigkeit. Dabei wird
erldutert, wie elektromagnetische StérgréfSen auf einer Platine wirken. Es wird gezeigt, wie aus diesen Storgro-
en elektrische und magnetische Felder entstehen, die die Funktionalitit der ICs beeintréichtigen kénnen. An-
schliefSend wird ein strategisches Vorgehen beim Entstéren vorgestellt, das verschiedene Schritte zur Verbesse-
rung der Storfestigkeit und zur Bewertung von Modifikationen umfasst. Der Vortrag zeichnet sich durch eine
praktische und experimentelle Herangehensweise aus. Um das komplexe Thema zugdnglicher und interessan-
ter zu gestalten, werden die Vortragsinhalte durch Experimente an einer realen Elektronik ergdnzt.

Die EMV-Problematik ist bei der Entwicklung von Geraten und Komponenten komplexer geworden. Insbesondere
beim Einsatz moderner hochintegrierter ICs ist das ein grof3es Problem. Die Grinde daflr sind klar: Die Integrati-
onsdichte und die geringere Strukturbreite der ICs steigen, die Verarbeitungsgeschwindigkeiten und Taktfrequenzen
nehmen zu und die Komplexitat der elektronischen Produkte steigt rasant.

Wenn ein EMV-Problem auftaucht, muss die gesamte Elektronik detailliert analysiert werden. Grof3e und komplexe
Projekte mit mehreren elektronischen Komponenten und einem modularen Aufbau erschweren die Losung eines
EMV-Problems und sind zeitaufwandig. Diese Gerate haben oft mehrere EMV-Probleme zur gleichen Zeit, deren Ef-
fekte sich Uberlagern kénnen, was die Lokalisierung zu einer echten Herausforderung macht. Anderungen an ein-
zelnen Komponenten oder ein Redesign der gesamten Elektronik fihren nicht immer zu einer deutlichen Verbesse-
rung des Problems. Ein Grund dafur kann ein fehlendes Grundverstandnis der EMV-Kopplungseffekte sein. Oder
man verlasst sich auf Erfahrungen aus anderen Projekten, die nicht immer sinnvoll sind ("... wir machen das immer
so."). Es fehlt an Informationen Uber das Verhalten relevanter Komponenten wie Steckverbinder und ICs wahrend
einer EMV-Prufung.

In diesem Vortrag werden die Auswirkungen und Folgen von Storfestigkeitsproblemen erldutert. Anhand einer
Demo-Platinen werden die Feldwirkungen im Nahfeld erklart und die Wirksamkeit von Modifikationen in der Elekt-
ronik und an den Schnittstellen nachgewiesen. Die Zuh&rer werden dafir sensibilisiert, bei zuklnftigen EMV-Prob-
lemen einen systematischen Ansatz zur Fehlerreproduktion, -lokalisierung und -modifikation zu verwenden.
Dadurch verlieren sie sich nicht in einem verwirrenden Labyrinth von Annahmen und Modifikationen.
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Abb. 1: Bild zum Vortrag



NOTIZEN




Platinendesign aus der Perspektive der EMV

Steffen Schulze, Andreas Temmler
Waurth Elektronik eiSos GmbH, Max-Eyth-Stral3e 1, 74638 Waldenburg

Der Beitrag widmet sich dem EMV-gerechten Platinendesign. Er beleuchtet verschiedene Aspekte, die beim De-
sign einer Leiterkarte aus EMV-Sicht beachtet werden muissen. Dazu gehdren ein ordentliches Massekonzept in
Verbindung mit der Lagenaufteilung, die Platzierung von Filterbauteilen und der Masseanschluss von Filterkon-
densatoren. Weiterhin werden Hinweise zur lokalen Schirmung von Komponenten und Schaltungsteilen gege-
ben. AbschliefSend wird das Layout von lberspannungsbegrenzenden sowie von frequenzgebenden Bauteilen
behandelt.

This article is dedicated to EMC-compliant PCB design. It highlights various aspects that need to be taken into
account when designing a PCB from an EMC perspective. These include a proper grounding concept in conjunc-
tion with the layer stack, the placement of filter components and the ground connection of filter capacitors.
Furthermore, information is given on the local shielding of components and circuitry. Finally, the layout of
overvoltage-limiting and frequency-generating components is discussed.
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Abb. 1: Musterplatine Sperrwandler
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Die Anwendung der Funkrichtlinie - Haben Sie beim Einsatz von Funkmodulen mit
CE- an alles gedacht?

Referent: Dipl.-Ing. (FH) Peter Klare, IMM electronics GmbH

Der Vortrag erlautert die Anwendung der europaische Funkrichtlinie (RED) in der Praxis. Zunachst
werden die wesentlichen Rechtsanforderungen wie der Anwendungsbereich, die Sicherheits- und
EMV Anforderungen, sowie die Anforderungen an die Konformitatserklarung und die technische
Dokumentation skizziert. Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, welche Gerate in den
Geltungsbereich der Funkrichtline fallen und welche Richtlinien durch die Anwendung der
Funkrichtlinie nicht mehr gultig sind. Ein kleiner Ausblick wird auf die Thematik der ,,Cyber Security*
gegeben, welche bei der Anwendung der Funkrichtlinie Beachtung finden muss.

Anschlieend werden praxisrelevante Hinweise zur Verwendung vorzertifizierter Funkmodule
gegeben. Welche Anforderungen gelten flir Module mit CE- Konformitat, bzw. welche Prifungen muss
der Modulhersteller durchfiihren um die Konformitat erklaren zu kdnnen?

Es wird erlautert, was bei der Integration eines CE-konformen Funkmoduls beachtet werden muss.
Dabei liegt der Schwerpunkt auf den sogenannten Delta-Messungen. Wann sind diese erforderlich,
welche Prifungen missen unter welchen Umstanden wiederholt werden um die Konformitat zu
sicherzustellen. Dazu werden Best-Practice-Beispiele und typische Stolpersteine vorgestellt.

Der Referent studierte an der Hochschule Mittweida Mikrosystemtechnik. Nach Stationen bei einem
Start-Up und einem Forschungszentrum, arbeitet er seit Gber 20 Jahren flr die IMM electronics GmbH
vorwiegend im Bereich der Medizintechnik. Neben Entwicklungstatigkeiten gehdéren auch die
regulatorischen Anforderungen und die technische Dokumentation zu seinem Aufgabenfeld. Dabei
unterstitzt er auch Kunden bei der Koordinierung der Zertifizierung eines Produkts oder bei einzelnen
Prifungen. Neben seiner beruflichen Tatigkeit ist er seit vielen Jahren im Beirat des ,Fachverband
Elektronikdesign® aktiv.
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Ermittlung der Leitungsddmpfung bei Signalpfaden in Mess- und
Priifequipment fiir Elektromagnetische Vertrdglichkeit mittels abgesetz-
ten Signalgenerator und Messempfinger

Jacob Woller
Siemens AG, Clemens-Winkler-Straf3e 3, D-09116 Chemnitz

Im Rahmen einer Bachelorarbeit ist die Leitungsdampfung von Signalpfaden in der Mess- und Priifumgebung
fiir Elektromagnetische Vertrdglichkeit ermittelt wurden. Dabei wurden gdngige Messmethoden in Erfahrung
gebracht und jeweilige Méglichkeiten aufgezeigt. Zur praktischen Umsetzung wird eine Methode mit abgesetz-
ten Signalgenerator sowie Messempfdnger verwendet. Die Umsetzung erfolgte unter Zuhilfenahme von Mess-
software und selbst erstellten Programmen. Dabei wurde die Methodik durch andere Messungen und Messva-
rianten validiert und bestdtigt. Weiterhin wurde die Methode zur einfachen und problemlosen Bedienung opti-
miert, sodass diese zur regelmdfSigen Anwendung genutzt werden kann.

Im Bereich der Elektromagnetischen Vertraglichkeit gelten hohe Anforderung an die Genauigkeit der Messungen.
Hochfrequente Signale werden aufgrund der Eigenschaften von Leitungen gedampft. Dabei ist die Dampfung von
der Leitung selbst sowie von der Frequenz des Signals abhangig. Im Rahmen eines Bachelorprojektes ist eine Mess-
methode entwickelt wurden, mit der diese Dampfung fir einen Frequenzbereich ermittelt werden kann.

Zur Messung wird ein Messempfanger sowie der Generatorausgang eines Vektor-Netzwerkanalysators verwendet
und mit einer Ethernet-Verbindung Uber einen Laptop beide Gerate ferngesteuert. Zur Ermittlung der Leitungs-
dampfung des Signalpfades missen mehrere Messungen durchgefihrt werden. Die erhaltenen Messwerte werden
unter Verwendung eines erstellten Python-Skripts automatisiert ausgewertet und eine CSV-Datei mit den Frequen-
zen und Dampfungswerten ausgegeben.

Im Entwicklungsprozess wurden verschiedene Mdglichkeiten erfasst und getestet. Zur Validierung der Ergebnisse
wurden diese, mit bereits vorhanden Werten und Messwerten, die durch andere Messmethoden ermittelt wurden
sind, verglichen.

Abbildung 1: Messaufbau zur Leitungsddmpfung mit Vektor-Netzwerkanalysator in EMV-Halle
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Energie- und Datenubertragung lGiber Glasfaser: Grundlagen und
Praxisbeispiele
Galvanisch getrennte Energieversorgung fur robuste Sensoren in
EMV Laboren, im Condition Monitoring und in weiteren industriellen
Anwendungen

Samuel Hildebrandt
LUMILOOP GmbH, Gostritzer Str. 63, 01217 Dresden

Die patentierte Power-over-Fiber (PoF)-Technologie von LUMILOOP ermdéglicht liberall zuverldssige Sensoren: Hoch-
spannung, Hochstrom, elektrische oder magnetische Felder sind die Komfortzone von PoF!

In diesem Vortrag erhalten Sie einen kurzen Uberblick (iber Komponenten, Glasfaser, Systemtechnik und Augensicher-
heit eines PoF-Systems. Praktische Aspekte werden flir zwei Anwendungsbereiche diskutiert:

(1) Zustandstiberwachungssysteme. Die Kombination aus rauen Umgebungsbedingungen (Betriebstemperatur -40 ...
85 °C, Vibration, Vorhandensein verschiedener Fliissigkeiten), empfindlichen Sensoren und der langen Lebensdauer, die
flir eine dauerhafte Installation in der Infrastruktur erforderlich ist, flihrt zu vielen Herausforderungen.

(2) Messtechnik. Bei der elektromagnetischen Vertrdglichkeit (EMV) garantiert PoF eine konsistente Messung ohne
Beeinflussung der Feldverteilung. Die Kombination von HF-Signalen bis zu 40 GHz, elektrischen Feldstdrken liber 1.000
V/m und Fasertechnologie mit der Notwendigkeit zu extremer Miniaturisierung schafft eine einzigartige Reihe von
Anforderungen.

DATA
LUIGHT SOURCE SOLAR CELL 'YOUR SENSOR
POWER al &

FI BER L ENERGY L J

Robust Systems Applications A Markets
e Lightning-proof e Condition Monitoring w Infrastructure

w Temperature -40 ... 80° m High Voltage m Automotive

e Water resistant e EMC ((((‘]U)))) ue Industry

u» 20+ years lifetime m High Magnetic / m» Aerospace
m Tamper resistant HEEATIHEES H s Electronics

Power-over-Fiber Technologie in verschiedenen Anwendungen
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AMETEK’ LANGER 11 LUMILOOP

COMPLIANCE TEST SOLUTIONS EMV-Technik

WURTH

ELEKTRONIK
MORE THAN
YOU EXPECT

Impressum

Tagungs-Web
SSID: EMV-Tag
PW: EMV-Tag2025

Die Prasentationen finden Sie passwortgeschutzt zum Download unter folgendem
Link:
https://www.forschung.hs-mittweida.de/veranstaltungen/mittweidaer-emv-tage/emv-
tag-2025/

Redaktion

Hochschule Mittweida |Referat Forschung

Bilder (soweit nicht anders angegeben): Hochschule Mittweida

FUr den Inhalt der Beitrage sowie die verwendeten Bilder sind die Autoren
verantwortlich.

Tagungsleitung

Prof. Dr.-Ing. Juliane Hadrich| Prof. Dr.-Ing. Michael Kuhl
Prof. Dr.- Ing. René Pleul | Mirko Mothes M.Sc.

Kontakt

Hochschule Mittweida | University of Applied Sciences
Referat Forschung | Postfach 1457 | D-09644 Mittweida

Drucklegung Stand: 29.10.2025

-18 -



